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说明：
[bookmark: _Toc15464]1、本表适用于：（1）主站设备：服务器、双北斗授时装置。
2、如果制造、封装、测试厂家某些环节为同一厂家，填写同样的信息即可。
[bookmark: _Toc30438]3、表中涉及厂家、单位名称的应填全称；地址至少精确到市。
[bookmark: _GoBack]4、提供对应芯片供应商承诺函，请在表中“承诺函对应页码”列填写页码，并建议制作页码超链接。
